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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(5) Leiterplattenanordnung 

(g) Urn bei im Rahmen der Leistungselektronik eingesetzten 
Leiterplatten die bei hoher Bauteildichte auftretende hohe 
VerlustwSrme in einfacher Weise, insbesondere kostengun- 
stig abfuhren zu konnen, wird ein Leiterptattenauf bau vorge- 
schlagen, der aus einer metallischen, z. B. aus Cu oder Al 
bestehenden Tragerplatte (1) besteht, auf deren einer Seite 
unter Zwischenanordnung einer Isolationsschicht (5) ein 
Leiterbild (6) beispielsweise im Siebdruckverfahren aufge- 
tragen ist. Die dem Leiterbild (6) gegenuberliegende Seite 
(4) der Tragerplatte (1) stent als freie Flache fur eine 
Warmeabfuhr zur Verfugung. Die funktionelle Zusammen- 
fassung von Tragerplatte (1) und Kuhlkorper ermoglicht eine 
kostengunstig realisierbare Kuhlwirkung bezuglich des Lei- 
terbildes bei geringstmoglichem Bauvolumen. 
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Beschreibung als hiernach mehrere, flachenhafte Leiterbilder unter 

Zwischenanordnung isolierend wirkender Schichten auf 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiterplattenan- einer Seite der metaliischen Tragerplatte vorgesehen 

ordnung entsprechend. dem Oberbegriff des Anspr-uchs sein kdnnen. Die in Ebfenen Qbereinander angeordneten 

1. 5 Leiterbilder stehen hierbei untereinander an definierten 

Aufgrund der zunehmenden Bauteildichte, jedoch Punkten uber Bohrungen untereinander in Verbindung, 

auch der Verkleinerung von Schaltungen der Leistungs- die innenseitig oder in sonstiger Weise leitfahig ausge- 

elektronik ergibt sich das Problem, die im Betrieb dieser bildet sind. Es kdnnen naturgem&B in diesem Sinne nicht 

Schaltungen zwangsl&ufig anfallende Verlustwarme beliebig viele Beschichtungen vorgenommen werden, 

wirkungsvoll abfuhren zu kdnnen, um Schaden als Folge jo da sich mit deren zunehmender Zahl die Warmeabfuhr- 

lokaler thermischer Oberlastung zu vermeidea verhaltnis verschlechtern. 

Herkommliche Leiterplatten bestehen bekannterma- Die Herstellung eines Leiterbildes im Siebdruckver- 

Ben aus einer Tragerplatte, auf deren eine Seite nach an fahren, wobei das elektrisch Ieitf ahige Medium durch 

sich bekannten additiven oder subtraktiven Verfahren einen Polymerlack gebildet wird, in den elektrisch leitfa- 

eine gedruckte Schaltung aufgebracht wird, welche das, 15 hige Partikel, bestehend zum Beispiel aus Cu, SnPb oder 

die spater anzubringenden elektrischen Bauteile ver- dergleichen eingeburiden sind, gestaltet sich praktisch 

knupfende Leiterbild bildet Die Tragerplatte besteht vorteilhaft Dieser Polymerlack ist nicht nur Ieitsondern 

haufig aus einem elektrisch nicht leitf ahigen Werkstoff auch ldtfahig. 

und es sind zur Warmeabfuhr metallische Kuhlkorper Liegt das Leiterbild gemaB den Merkmalen des An- 

mit der Tragerplatte zu verbinden, welche groBflachige, 20 spruchs 4 in einer folienhaf ten, gleichzeitig eine elektri- 

zur Warmeabfuhr geeignete und ausgestaltete Flachen sche Isolierung bildenden Schicht vor, kann diese unmit- 

aufweisen, welche jedoch nicht nur das Bauvolumen der telbar auf eine metallische Tragerplatte aufgebracht 

Leiterplatte sondern auch deren Herstellungskosten be- werden. Dies kann beispielsweise in einem PreBverf ah- 

trachtlich erhdhen. Hinzu tritt, daB der Wirksamkeit ren stattfinden. Die genannte Schicht kann in beliebiger, 

derartiger KQhlkorper mit steigender Bauteildichte 25 an sich bekannter Weise hergestellt werden und es er- 

Grenzen gesetzt sind. gibt sich auch in diesem Fall eine effektive Warmeab- 

Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine Leiter- fuhr. 

plattenanordnung der eingangs bezeichneten Art dahin- Die Merkmale der Anspriiche 5 bis 7 sind auf Varian- 

gehend auszugestahen, daB sich trotz steigender Bau- ten der Ausgestaltung des erfindungsgemaBen Prinzips 

teildichte und damit zunehmender Verlustwarme in ein- 30 gerichtet Hiernach kdnnen beispielsweise flexible Lei- 

facher und kostengtinstig realisierbarer Weise eine wir- terplattenanordnungen hergestellt werden, die durch 

kungsvolle Warmeabfuhr ergibt Geldst ist diese Aufga- flexible Verbindung zweier oder mehrerer Leiterplatten 

be bei einer gattungsgemaBen Leiterpiattenanordnung untereinander gebildet werden. Im Rahmen der flexi- 

durch die Merkmale des Kennzeichnungsteils des An- blen Verbindungen kommen vorzugsweise Folien zum 

spruchs 1. 35 Einsatz, die einen Teil eines Leiterbildes — in elektrisch 

Erfindungswesentlich ist hiernach, daB eine metalli- isolierter Weise — beinhalten. Daruber hinaus sind 

sche Tragerplatte eingesetzt wird, die beispielsweise aus raumliche Ausgestaltungen der Tragerplatten denkbar, 

Kupfer, Aluminium oder einem sonstigen geeigneten indem diese beispielsweise als Winkelteil oder als fla- 

Material hergestellt ist die zumindest auf einer Seite ein chenhaftes, schalenartiges raumlich allgemein ge- 

Leiterbild tragt und die zumindest eine andere Seite 40 krflmmtes Bauteil ausgebildet werden, welches einseitig 

aufweist die zur Warmeabfuhr bestimmt ist Die in dem ein Verlustwarme erzeugendes Leiterbild tragt und wo- 

Leiterbild betrieblich entwickeite Verlustwarme wird bei die jeweils dem Leiterbild gegenOberliegende Seite 

auf kiirzestem Wege auf das Metall der Tragerplatte als Warmeabfuhrflache zur Verfugung stent d. h. dem- 

ubertragen und uber dessen, dem Leiterbild gegenuber- entsprechend bemessen ist und/oder zwecks Oberfla- 

liegende Seite abgefuhrt Diese Abfuhr kann im einfach- 45 chenvergrofierung profiliert ausgebildet ist Erganzend 

sten Fall durch natiirliche Konvektion erfolgen, so daB hierzu kann die Warmeabfuhrflache wiederum einen 

diese Seite in einem Gerat entsprechend angeordnet Teil des Gehauses eines Gerates oder eines sonstigen 

werden muB. Es kommt jedoch auch eine erzwungene elektrischen Systems bilden. 

Konvektion unter Verwendung eines geeigneten Kuhl- Wesensmerkmal samtlicher erfindungsgemaBer Lei- 

mittels in Betracht Zur weiteren Verbesserung der 50 terplattenanordnungen ist somit daB die Funktionen ei- 

Warmeabfuhreigenschaften kann diese Seite auch profi- nes Kuhlkdrpers einerseits und eines Stutz- oder Trag- 

liert, insbesondere mit Kuhlrippen ausgeriistet sein, um kdrpers andererseits fur ein Leiterbild in einem einheit- 

die zur Warmeubertragung zur Verfugung stehende lichen Bauteil vereinigt sind, namlich einer metaliischen 

Flache zu erhdhen. So kann die Tragerplatte beispiels- Tragerplatte. Dies bringt gegenuber bekannten Pro- 

weise gleichzeitig Teil der AuBenwandung eines elektri- 55 blemlosungen nicht nur eine Verminderung des Bauvo- 

schen Gerates oder eines sonstigen elektrischen Sy- lumens mit sich, sondern auch eine Vereinfachung des 

stems sein. Das Leiterbild kann in grundsatzlich beliebi- Herstellungsprozesses sowie eine auBerst wirksame 

gerweise auf die eine Seite der Tragerplatte aufge- Kuhlung. 

bracht werden, wobei von samtlichen ablichen Verfah- Daruber hinaus kann die Tragerplatte naturgemaB 

ren des Herstellens und des Aufbringens gedruckter 60 auch zur Montage der Leiterpiattenanordnung in einem 

Schaltungen Gebrauch gemacht werden kann. Wesent- Gerat benutzt werden. 

lich ist insoweit lediglich, daB der zwischen dem metalli- Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme 

schen Leiter einerseits und der metaliischen Tragerplat- auf die in den Zeichnungen schematisch dargestellten 

te andererseits notwendigerweise vorhandene, durch Ausfuhrungsbeispiele naher er&utert werden. Es zeigen 

die elektrische Isolierung bedingte Warmeabergangs- 65 Fig. 1 eine teilweise Querschnittsdarstellung einer er- 

widerstand kleinstmoglich gehalten wird. sten Ausf ahrungsform einer erfindungsgemaBen Leiter- 

Die Merkmale des Anspruchs 2 sind auf eine Ausge- platte; 

staltung der Schaltungsanordnung insoweit gerichtet, Fig. 2 eine teilweise Querschnittsdarstellung einer an- 
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deren Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Lei- 
terplatte; 

Fig. 3 eine Querschnittsdarstellung zweier, flexibel 
miteinander in Verbindung stehender erfindungsgema- 
8er Leiterplatten; 5 

Fig. 4 eine teilweise Querschnittsdarstellung einer 
weiteren, abgewinkelt ausgebildeten Leiterplatte. 

Mit 1 ist in Fig. 1 die metallische, beispielsweise aus 
Kupfer oder Aluminium bestehende ebene Tragerplatte 
einer elektrischen Leiterplatte bezeichnet Die Trager- io 
platte 1 tragt auf ihrer einen Seite beispielsweise eine 
epoxydharzgetrankte, elektrisch isolierend wirkende 
Schicht aus Glasfasergewebe, die wiederum auf einer 
AuBenseite eine folienartige, ein elektrisches Leiterbild 
beinhaltende Schicht 3 tragt Auf eine zeichnerische 15 
Darstellung des Leiterbildes ist aus Grunden der zeich- 
nerischen Einfachheit verzichtet worden. Beide Schich- 
ten 2, 3 konnen iiber einen PreBvorgang auf die Trager- 
platte 1 aufgebracht und mit dieser verklebt werden. 

Der gezeigte Schichtenaufbau kann noch dadurch er- 20 
ganzt werden, daB weitere, Leiterbilder enthaltende Fo- 
lien 3, jeweils unter Zwischenanordnung elektrisch iso- 
lierender Schichten 2 nach dem gleichen Verfahren, 
namlich durch ein Aufpressen unter Verwendung geeig- 
neter mechanischer Hilfsmittel mit der Tragerplatte 1 25 
verbunden werden. Ober Durchgangsbohrungen kann 
zwischen den einzelnen Schichten 3 eine gewunschte 
Verbindungsstruktur aufgebaut werden. 

Wesentlich ist nunmehr, daB die Tragerplatte 1, insbe- 
sondere deren Seite 4 eine freie Flache ist, die beispiels- 30 
weise Teil eines Gehauses sein kann. Die im Betrieb der 
Leiterplatte in der/den Schichten 3 entwickelte unver- 
meidbare Verlustwarme kann auf diese Weise von der 
metallischen Tragerplatte 1 aufgenommen und abge- 
fiihrt werden. Die Warmeabfuhr Qber die Seite 4 kann 35 
hierbei als reine KonvektionskuWung oder auch als 
Fremdkuhlung, namlich durch die erzwungene Bewe- 
gung eines Kuhlmediums konzipiert sein. 

Fig. 2 zeigt eine Variante insoweit, als auf eine Tra- 
gerplatte 1 unter Zwischenanordnung einer Isolations- 40 
schicht 5 ein Leiterbild 6 aufgebracht ist, wobei die Auf- 
bringung beispielsweise im Siebdruckverfahren erfolgt 
Im Rahmen dieses Siebdruckverfahrens kdnnen bei- 
spielsweise Polymerlacke verwendet werden, in die in 
definierter Weise elektrisch leitfahige, z. B. aus Cu, SnPb 45 
oder aus einem sonstigen Metall bestehende Partikel 
eingelagert sind. Derartige Polymerlacke sind nicht nur 
elektrisch leitfahig sondern auch lotfahig. Das Leiterbild 
6 wird anschlieBend mittels einer, in Fig. 2 nicht gezeig- 
ten Isolationsschicht abgedeckt Wesentlich ist auch 50 
hier, daB die metallische Tragerplatte 1 derart angeord- 
net ist, daB deren Seite 4 als warmeubertragende Flache 
zur Verfugung steht In jedem Fall erfullt somit die Tra- 
gerplatte 1 eine doppelte Funktion, namlich einerseits 
diejenige des Tragers eines Leiterbildes und diejenige 55 
einer Warmesenke, Qber welche innerhalb des Leiterbil- 
des anfallende Verlustleistung groBflachig abgefuhrt 
wird. 

Grundsatzlich ist eine Warmeabfuhr auch Qber die 
Schmalseiten der Tragerplatte 1 moglich — in diesem 60 
Fall steht jedoch lediglich eine bedeutend kleinere Fla- 
che fur eine Warmeubertragung zur Verfugung, so daB 
eine beidseitige Beiegung der Tragerplatte 1, d. h. ein- 
schlieBlich Seite 4 mit einem Leiterbild im allgemeinen 
zu ungunstigeren Ergebnissen hinsichtlich der Kuhlwir- 65 
kung f uhrt 

Erweitert werden kann das in den Fig. 1 und 2 gezeig- 
te Prinzip unter anderem dahingehend, daB die Seite 4 



der Tragerplatte 1 profiliert ausgebildet ist, d.h. bei- 
spielsweise ausgepragte Kuhlrippen zeigt, urn die zur 
Warmeubertragung zur Verfugung stehende Oberfla- 
che weiter zu vergroBern. 

Das erfindungsgemaBe Prinzip kann grundsatzlich 
bei alien Arten von Leiterplatten Verwendung finden, 
bei denen als Tragerplatte eine metallische Platte Ver- 
wendung findet So zeigt Fig. 3 eine flexible Leiterplat- 
te, welche aus zwei unterscheidbaren Leiterplatten 6, 7 
besteht, deren Schichtenaufbau beispielsweise demjeni- 
gen gemaB Fig. 1 entspricht Es ist lediglich die folienar- 
tige Schicht 3, welche ein Leiterbild enthalt, nunmehr als 
verbindendes Element der beiden Leiterplatten ausge- 
bildet, deren Winkelorientierung auf diese Weise flexi- 
bel gestaltet werden kann. Eine solche flexible Leiter- 
platte bietet eine Reihe von praktischen Vorteilen, ins- 
besondere sobald ein Leiterbild eine groBe flachenhafte 
Erstreckung aufweist und sich der Einbau einer das ge- 
samte Leiterbild erfassenden starren Leiterplatte in das 
Gehause eines Gerates aus raumlichen Grunden 
schwierig gestaltet Besonders vorteilhaft konnen in die- 
sem Falle die Tragerplatten 8, 9 derart montiert sein, 
daB deren jeweilige Seiten 4 die AuBenseiten eines Ge- 
rategehauses bilden und fur eine Konvektionskuhlung 
zur Verf ugung stehen. 

Bei der in Fig. 4 gezeigten Ausfuhrungsform ist die 
Leiterplatte winkelartig ausgebildet und besteht aus ei- 
ner dementsprechend geformten Tragerplatte 10, auf 
deren Inhenseite sich nacheinander eine Isolations- 
schicht 11 und eine, ein Leiterbild beinhaltende Schicht 
12 anschlieBen. In diesem Fall steht die AuBenseite 13 
der Tragerplatte 10 als Kuhlfiache zur Verfugung. 

Die gesamte Anordnung gemaB Fig. 4 kann naturge- 
maB auch seitenvertauscht vorgesehen sein, so daB sich 
die Schichten 11, 12 auf der AuBenseite befinden und die 
Innenseite als Kuhlfiache fungiert 

Gemeinsam ist alien Ausfiihrungsformen des Erfin- 
dungsgegenstands, daB das verlustwarmeerzeugende 
Leiterbild groBflachig unter Zwischenanordnung ledig- 
lich geringer Warmeubergangswiderstande, die durch 
die Isolationsschichten gebildet werden, mit einer me- 
tallischen Tragerplatte oder sonstigen metallischen Tra- 
gerstrukturen in Verbindung steht, die ihrerseits auf- 
grund ihrer groBen Oberfiache eine effektive Warmeab- 
fuhr ermoglichen, so daB die Warmebelastung des Lei- 
terbildes und der im praktischen Einsatzfall mit diesem 
in Verbindung stehenden elektrischen Bauteile in Gren- 
zen gehalten werden kann. 

Zur Bewirkung dieser Kuhlleistung sind im Gegen- 
satz zu dem eingangs dargelegten Stand der Technik 
keine zusatzlichen Bauteile erforderlich, die auBerdem 
das Bauvolumen der gesamten Anordnung erhohen 
wurdea Die funktionelle Zusammenfassung von War- 
mesenken bzw. Kuhlkorper und Tragerplatte fur ein 
elektrisches Leiterbild stellt insoweit eine kostenmaBig 
gunstig realisierbare, eine wirksame Abfiihrung. von 
Verlustwarme ermoglichende Problemlosung dar, die 
sich auBerdem durch ein geringstmogliches Bauvolu- 
men auszeichnet 

Patentansprtiche 

1. Leiterplattenanordnung, bestehend zumindest 
aus einer Tragerplatte (1, 8, 9, 10) und einem, isoliert 
angeordneten elektrischen Leiterbild (6) , dadurch 
gek nnzeichnet, 

— daB die Tragerplatte (1, 8, 9, 10) aus Metall 

besteht, 
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— daB das Leiterbild (6) unter Zwischenanord- 
nung einer isolierend wirkenden Schicht (2, 5) 
mit der Tragerplatte (1, 8, 9, 10) in Verbindung 
steht und 

— daB die Tragerplatte (1, 8, 9, 10) zumindest 5 
eine freie, zur Abfuhr der durch das Leiterbild 
entwickelten Verlustwarme bestimmte und 
ausgestaltete Seite (4, 13) aufweist 

2. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, . to 

— daB mehrere, durch isolierend wirkende 
Schichten (23) voneiriander getrennte, jeweils 
Leiteranordnungen enthaltende Schichten (3) 
das elektrische Leiterbild darstellen und 

— daB die zur Warmeabfuhr bestimmte Seite 15 
(4, 13) der Tragerplatte (1, 8, 9, 10) der jeweili- 
gen Seite des Leiterbildes gegenuberliegend 
angeordnet ist 

3. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
gekennzeichnet 20 

— durch ein im Siebdruckverfahren aufge- 
brachtes Leiterbild (6). 

4. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
gekennzeichnet 

— durch wenigstens eine folienhafte, das Lei- 25 
terbild beinhaltende Schicht (3) 

5. Leiterplattenanordnung nach einem der vor- 
angegangenen Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

— daB wenigstens zwei, jeweils aus einer me- 30 
tallischen Tragerplatte (1, 8, 9, 10) mit wenig- 
stens einseitig angebrachten Leiterbildern be- 
stehende Leiterplatten (6, 7) in fiexibler Ver- 
bindung zueinander stehen und 

— daB die flexible Verbindung zumindest 35 
durch eine, wenigstens Teile des Leiterbildes 
aufnehmende flexible Foiie gebildet wird 

6. Leiterplattenanordnung nach einem der voran- 
gegangenen Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, 40 

— daB eine Tragerplatte (10) als Winkelteil 
ausgebildet ist und einseitig ein nach MaBgabe 
des Winkelteils sich raumlich erstreckendes 
Leiterbild aufweist und 

— daB die dem Leiterbild jeweils gegemiber- 45 
liegenden Seiten zur Abfuhr von Verlustwar- 
me bestimmt und ausgestaltet sind 

7. Leiterplattenanordnung nach einem der voran- 
gegangenen Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, 50 

— daB die Tragerplatte ein flachenhaftes, 
schalenartiges, raumlich allgemein gekriimm- 
tes Bauteil bildet, welches auf einer Seite das 
Leiterbild tragt und dessen andere Seite zur 
Abfuhr von Verlustwarme bestimmt und aus- 55 
gestaltet ist 
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